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【１．はじめに】 

 昨今、ＪＲの交通系非接触カードやコン

ビニの支払い等でＲＦＩＤカードが一般的

に用いられるようになっている。 

ＲＦＩＤはＩＣチップを内蔵しており、多

くの情報をＲＦＩＤそのものに保有する事

でその用途が大きく広がっている。また、

リーダー／ライターにかざすだけで、ＲＦ

ＩＤとの間で情報のやり取りが出来る利便

性がその利用をさらに広げている。特に金

銭やポイントを扱う場合、チャージや支払

いを非接触で行う事で、カバンや財布から

小銭を取り出す手間から開放されることが

多くの利用者に受け入れられている。 

 しかしながら、従来型のＲＦＩＤはミニ

ング等の特殊な技法を使えば、ＩＣチップ

の取り出しができる可能性がある。 

今回紹介するトーヤルポリカ（TOYAL 

POLYCA®）はその課題を解決するために

開発を行い、高セキュリティー用途のＲＦ

ＩＤ用アンテナとして用いられている。 

 

【２．ＩＣチップを取り出せない工夫】 

 ＲＦＩＤの外部との通信は特定の周波数

を用い、かなり高度なセキュリティーをも

って管理されている。しかし、ＲＦＩＤか

らＩＣチップを取り出すことが出来ればデ

ータの取り出しや書き換えのハードルは下 

 

 

 

 

 

 

 

 

下がってしまう。そのために、ＲＦＩＤか

らＩＣチップが取り出せない工夫を行った。 

ここで、まずＲＦＩＤの構造から説明する

と、Base Film の両面に金属性の回路を形

成させる。Base Film と金属製の回路は接

着剤で固着されている。この構成体をアン

テナ回路と言い、これが当社の製品である。

次にアンテナ回路上に IC-Chip を実装しそ

の上下を Cover Film で密封することでＲ

ＦＩＤとなる。 

 

               図１ 

 

最終的に Cover Film で密封されたＲＦＩ

ＤからＩＣチップを取り出せないようにす

るわけだが、その方法として、回路やチッ
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プを一体化した樹脂で固着することとした。

そのために次の方法を実施した。 

①アンテナ回路のBase FilmをCover Film

と同じでありなおかつ熱で溶融する材質

とした。一般的に Cover Filmにはポリカ

ーボネートが用いられており、当社アン

テナ回路の Base Filmもポリカーボネー

トにした。 

②一体化させるために、回路と Base Film

の間以外に接着剤層を設けない工夫をし

た。 

図１にその工夫を取り入れた各層の構造モ 

デルを示す。ここにある、回路・接着剤・

Base Film が一体化したアンテナ回路が 

トーヤルポリカ（TOYAL POLYCA®）で

ある。 

図 1 の各層を一体化させて完成したＲＦＩ

Ｄの状態を図２に示す。 

図２のように回路・チップはポリカーボネ

ートの海の中に浮いている状態となり、Ｒ

ＦＩＤそのものを破壊しなければ内部の回

路やＩＣチップを取り出すことは不可能に

なった。 

         図２ 

 

 

【３．TOYAL POLYCAの品質】 

 前述の通り、TOYAL POLYCA は海の中

に回路が浮いている状態になっている。こ

の場合に金属製の回路自身も動いてしまう

可能性が考えられる。これについては本件

のために新たに開発した接着剤を用いる事

で解決した。ＲＦＩＤとして一体化した後

の回路の断面を図３に示す。 

図３のように、一体化した後にも回路が折

れ曲がったりする事無く保持されている事

が分かる。 

           図３ 

 

また、回路の下にのみ接着剤を配置するた

めに、当社の食品包装や医薬品包装で培っ

た製造技術を応用すると共に独自の製造方

法・設備をもって完成させた。 

 

特許出願 

特許 第４４６８７４６号 
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図 2 試料顔料の分光反射率 
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